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Descriptor BOE (Materia optativa Ampliacio en Sistemes Electronics)

Sistemas electrénicos para audio y video. Sistemas electrénicos para comunicaciones. Instrumentacion
avanzada. Sistemas analdgicos para el procesado de sefiales. Procesado de voz y de imagen. Tecnologias de
fabricacidn electronica. Disefio de sistemas digitales. Microprocesadores y microcontroladores. Dispositivos
y técnicas de entrada y salida.

Objectiu de I'assignatura

Introduir els conceptes fonamentals de tecnologia de fabricacié de sistemes electronics. Conéixer les
caracteristiques de full d’especificacions dels components i els criteris per la seva eleccié. Estudiar en detall
els materials, tipus i tecniques de processat i muntatge en circuits impresos convencionals i circuits hibrids.
Donar una visio general del test d’equips electronics.

Temari

UNITAT 1. Introduccié (1 hora: 18feb)
Flux de disseny d’un circuit electronic. Prototipat, eleccié de components i tipus de substrat, disseny (CAD),
fabricacio, test. Linia de produccid d’un equip electronic

UNITAT 2. Tecniques de prototipat (1 hora: 21feb)
Prototipat amb plaques protoboard. Prototipat mitjangant soldadura de components en plaques perforades.
Prototipat amb la técnica de wire-wrap.

UNITAT 3. Tecnologia de circuits impresos (7 hores: 21feb, 28feb, 6mar, 13mar)
Linies i classes de fabricacio

Materials i tipus de substrats

Tecniques de processat

Tecniques d’insercio i soldadura de components

UNITAT 4. Tecnologies de circuits hibrids (8 hores: 27mar, 3abr, 10abr, 17abr)
Circuits hibrids de pel-licula prima

Circuits hibrids de pel-licula gruixuda

Circuits integrats hibrids

Moduls multichip (MCM)

UNITAT 5. Components per a equips electronics (8 hores: 24abr, 8mai, 15mai, 22mai)

Components passius: R, L, C, transformadors. Caracteristiques de data sheet. Components semiconductors:
diode, tiristor, triac, BJT, MOSFET, JFET. Transistors de poténcia. Components fotonics. Encapsulats: DIL,
SMD. Components 1/O: connectors. Consideracions térmiques. Dimensionat de radiadors

UNITAT 6. Test i fiabilitat (2 hores: 29mai)
Fiabilitat dels components
Tecniques de test, ajust i mesura d’equips electronics



Practiques de laboratori

Disseny i implementaci6 d’un circuit en placa PCB

Métode d’avaluacié
La nota final sera el maxim de les dues opcions:

a) Examen (75%) / practiques (25%)
b) Examen (60%) / practiques (25%) / treball (15%)

(Nota final = Max (a,b))

NOTA: L'assistencia a les sessions de practiques, la seva realitzacio i el lliurament
dels informes corresponents son condicio indispensable per aprovar I'assignatura.
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